Leistungsbeschreibung zum direct M© Modul
» Elektronische Unterschrift Deutsche Bank
(Typ SECCOS-Karten)*

Modul zur Verwaltung der Signaturschlissel und Bildung der Elektronischen Unterschriften mittels
Chipkarten (Smartcards). Hierbei wird aus der MultiCash-Umgebung tber definierte
Programmierschnittstellen auf das fur dieses Modul spezifische Signaturmedium zugegriffen.

Chipkarten, Kartenleser, Treibersoftware oder Zugriffsumgebungen sind nicht Bestandteil diese Modules und
mussen vom Anwender separat erworben werden.

Unterstitzte Verfahren:

1. Chipkarten:
— SECCOS-Karte Version 6 nach Definition des deutschen Kreditgewerbes.
2. Zugriffsverfahren:
— PC/SC (Leser Klasse 1)
— CT-API (Leser Klasse 1, 2 und 3)
3. Signaturverfahren:
— Signaturversionen nach Definition des deutschen Kreditgewerbes: A004, A005, A006
— Omikron-Signaturversionen fur das Kommunikationsverfahren MCFT: M003, M005, M006
4. Kommunikationsprotokolle
-  MCFT
- EBICS
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